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TAGESPROGRAMM

AVT Tag far die
Leistungselektronik

09.00 // BegrifBung
- Firmenprasentation und Vorstellung des Tagesprogramms
- Vorstellungsrunde und spezifischer Fokus der Teilnehmer

09.30 // Materialien fiir Hochtemperaturanwendungen
- Einfihrungen die HT AVT
- Weichlotlegierungen, welche Legierung fir welche Anwendung, Vor-und Nachteile

- Sintern als alternative AVT (wirde ich gern einfligen, damit wir das zumindest
anreif3en)

- Diffusionsléten am Beispiel des BMBF - Projektes HotPowCon (HPC)
- Zusammenfassung und Ausblick

10.30 // Pause

10.45 // Substratmaterialien fiir Leistungselektroniken

- Welche Keramik fir welche Anwendung

- Ubersicht zu den Metallisierungsvarianten und deren Einsatzgebieten
- Prozessfenster flr die Verarbeitung

11.45 // Mittagspause

12.45 // Reflow-Lotprozesse fiir die Leistungselektronik
- Einfuhrungin Létverfahren

- Loten mit Vakuumunterstitzung

- Flussmittelfreies Léten

13.45 // Batchléten fiir Prototyping
- Verfahren

- Einsatz Aktivgas

- Plasmaaktivierung

14.45 // Pause

15.00 // Drahtbonden
- Uberblick

- Historie

- Trends

15.30 // Oberflachenanforderungen fiir die Leistungselektronik
- Sinterbarkeit, Bondbarkeit, Vergie3- bzw. Moldbarkeit

- Typische Ausfallmechanismen

- Méglichkeiten zur schnellen Qualitatsprifung

16.00 // Abschlussdiskussion
- Offene Fragen und Zusammenfassung
- Problemstellungen der Teilnehmer

16.30 // Ende der Veranstaltung




